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中赤外光は分子の指紋領域と呼ばれ，様々な物質の吸収線が存在する．その特徴を利用

することで，計測，加工，医療など多岐に渡る分野で応用されている．また光ファイバは

信頼性が高く頑健な光伝送媒体であり，小型かつ軽量，長距離伝送も可能である．本研究

グループでは，赤外吸収分光と光ファイバを組み合わせた赤外光ファイバセンサの開発を

目的として研究を行っている． 

現状では，ファイバ導波路の途中を研磨することでエバネッセント波を取り出し、外界

と作用させる方法でセンサ化を達成している．センサ部は，図 1のように，ファイバの側

面を砥石で機械的に研磨することで，エバネッセント波を取り出す．エバネッセント波の

染み出し長 dpは，研磨深さ D1に依存して変化するため，センサ感度を向上させるためには

研磨深さの最適化が必要となる． 

そこで本研究では，提案センサの基礎実験として，研磨深さ D1や作用長 Lを最適化する

ことでセンサ感度の最適化を図る．最適化にあたってはクラッド層の D2が変化すると，フ

ァイバコア外周の等価屈折率が変化するため，クラッド層の D2に注目して実験を行う．発

表では，研磨深さの設計指針と実際に作製したサンプルのセンサとしての応答にについて

評価した結果について報告する． 
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図 1 側面研磨の様子 図 2 研磨深さとエバネッセント

波の浸み出し長の関係 
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